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OBJETO DE LA INVENCION

La presente invencion consiste en un dispositivo que permite la medicibn de varias de las
caracteristicas fisicas y dimensionales de las placas para impresion flexografica mas criticas para
la impresion de policromias tales como: registros, relieve, espesor, profundidad de lineas y puntos
invertidos, profundidad entre puntos tanto en altas luces, medios tonos y sombras de las imagenes
a imprimir. Todo con un solo instrumento. Este puede ser utilizado en cualquier otro proceso de

medicion en que se requiera el dimensionamiento de estos parametros.

ANTECEDENTES DE LA INVENCION

Existe actualmente gran interes por la medicion automatizada de parametros claves en el control
de calidad de placas de impresidn, y la necesidad creciente que se tiene cada dia en la industria de
las artes graficas e impresiones industriales de contar en un solo instrumento, ios procesos de

Medicion de relieve, profundidad de punto, distancias entre registros y cromas.

En el mercado, existe un sin fin de productos que cumplen con algunas de estas mediciones por
separado, entre los que se pueden numeran son el dispositivo llamado SensorFar
(www.sensorfar.com) que es un perfilometro éptico en 3D portatil [2], y se emplea en la industria de
impresiones, en la industria del acero, y de papeleria, y basicamente sirve para medir texturas en

superficies, la rugosidad y curvatura en metales y deteccion de defectos en altos volimenes de

papel.
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Su operacion se basa en un proceso de interferometria de libre espacio. P 1 |

presentan cuando se trata de aplicaciones automatizadas y de placas de grandes dim li's

Insittuto

dado que el dispositivo por su caracteristica de portabilidad y de gran peso, cada medici@texicano
) ..
consistira en un proceso muy lento y en el formato encontrado es imposible trasladaﬁéch§§3§£§

5 facilidad en grandes placas para poder examinar mas area.

Al igual, que este dispositivo portatil, hay muchos mas, entre los que también podemos numerar
son los siguientes. El FlexoCAM (www.troika-system.com), el cual es un dispositivo que opera

mediante el ajuste focal de un sistema de objetivos de microscopios y que puede medir el

10  porcentaje de punto y la profundidad de punto [3], otro también es el dot.check (www.heimann-

hamm.de) el cual opera mediante la técnica de triangulacion laser [4]. Todos estos dispositivos,
los cuales son mas representativos en las artes graficas de pre-prensa. Comparten el hecho de
que son dispositivos muy puntuales y que su movilidad o su ajuste en una mesa XYZ se hace muy
complicado, ademas de que en costos, dado que es tecnologia reciente, son muy altos. Pero de

todas las complicaciones encontradas en estos instrumentos es que los graficos obtenidos en sus

pruebas no son muy aceptables dado que estos parecieran faciimente modificables por el usuario
que los opere, dado su principio de funcionamiento. Con esto, se quiere decir, que la medicién no
se sentira confiable y punto de comparacion con lo que se requiere y se reproduce, no esto para

dar una opinién de calidad.

20

REVISION DEL ESTADO DE LA TECNICA

Los dispositivos que han mostrado una creciente demanda son las que requieren de tecnicas mas
precisas del control industrial y que conjuguen el ser pruebas no destructivas ni invasivas,

25  permitiendo asi la evaluacion casi completamente automatica de objetos a inspeccionar.
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Se requiere ademas que estos metodos posean una alta sensibilidad de precision y sean C -

de hacer analisis bajo condiciones industriales y en tiempo real.

e ¢ Fioniedor

Por nombrar dos caminos empleados en este tipo de instrumentaciéon, podemos empezar con la fneiisiic:

5 técnica de la triangulacion optica, el cual es un metodo que cumple requisitos de control y resulta
ser de gran utilidad en la inspeccién topografica de superficies. La triangulaciéon optica es el metodo
que cumple con los requisitos para perfilometria y resulta ser de gran utilidad en la inspeccion
topografica de superficies. En este método se ilumina con un laser en forma oblicua del objeto a
estudiar. Una camara CCD registra la mancha luminosa sobre la superficie del objeto en la

10  direccién normal. Cuando se traslada la muestra en una direccion paralela a su plano medio, la

mancha luminosa sufre un desplazamiento debido a las variaciones de altura de la superficie. [5].

Otro método es el empleado con interferometria microscopica, por sus caracteristicas son de alta
precision, y realizan mediciones no invasivas, y son faciles de instalar. Este generalmente emplea

laseres monocromaticos y tienen una resolucidn del orden de nanOmetros para rangos de

mediciones de varias decenas de metros. Sin embargo los interferOmetros laser son mas grandes y

caros como sensor y solamente miden un aspecto en la calidad de las placas.

Y otro método es el consistente en la del reajuste del microscopio y su punto focal, para que de
20  esta manera con un algoritmo obtener mediante formulas ya explicitas, la separacion detectable en

el cambio del punto focal. Este es muy parecido al sistema de triangulacion

Actualmente, y con la posibilidad de que la variable a medir produce un cambio en la fase de la
sefial optica, dispositivos interfereométricos de fibra 6ptica son empleados. Estos ofrecen la mas
25 grande sensibilidad antes alcanzada. Tradicionalmente, fuentes coherentes, dispositivos de control

polarizado complejos, y sofisticados unidades de interrogacion electronica son requeridos.
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Aunque Ultimamente, algunos basados en interferometria, tales como los de interferometria de™

0 nanocavidades han sido introducidos y ha mostrado ser promisorios. Tales sensores pueden | lnﬂiui
emplearse con LED o LD de bajo costo y son extremadamente complejos en sus esquemas de. ﬁe;:cano

le i Frpiedal
interrogacion. sricstisiried

El uso de interferbmetros en fibras épticas ha sido bien establecido desde hace muchas décadas.
Un aspecto fundamental de su efectividad de interferdbmetros ha sido las técnicas de demodulacién.
En la operacion de un sensor normal una variabie induce un cambio en la fase y es codificada por
la funcion de transferencia del interferometro en un cambio de intensidad en el detector. Esto es

ejecutado en una forma no lineal via la funcion de interferencia cosenoidad

DESCRIPCION DETALLADA DE LA INVENCION

La presente invencion consiste en un dispositivo que permite la medicidon de varias de las
caracteristicas fisicas y dimensionales de las placas para impresion flexografica mas criticas para
la impresion de policromias tales como: registros, relieve, espesor, profundidad de lineas y puntos
invertidos, profundidad entre puntos tanto en altas luces, medios tonos y sombras de las imagenes
a imprimir. Todo con un solo instrumento. Este puede ser utilizado en cualquier otro proceso de

medicién en que se requiera el dimensionamiento de estos parametros.

Estas placas de impresion pueden ser utilizadas para imprimir sustratos celulosicos y plasticos con
y sin metalizar, 0 metalicos. Este instrumento tiene un sistema automatizado XYZ que permite
dimensionar con precision del orden de micras, las distancias existentes entre, marcas de registros,
cromas o0 micro-puntos utilizados en las placas de impresion para el montaje de las mismas sobre
los rodillos porta-clichés. Como dato informativo, el proceso de fabricacion de las placas puede

realizarse por dos metodos uno analogico y otro digital.
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denominado Expositor. Sobre la placa virgen se coloca una pelicula fotografica, ya revelada, con la i .

imagen en positivo 0 negativo que se quiere grabar y el conjunto se cubre con una pelicula plastica vexieans

T hosiedad

trasidcida y se le aplica vacio para garantizar un contacto intimo entre la placa y la pelicula ‘v siriq:

En el proceso analogico se parte de una placa fotosensible, la cual se coloca en un

fotografica, el conjunto se expone a la luz ultravioleta (UV), la luz pasa a traves de las areas
transparentes de la pelicula fotografica y cuando esto ocurre la zona expuesta de la placa se
endurece debido a la foto polimerizacién de la placa virgen. En el método de grabado digital, la
placa virgen lleva un recubrimiento de carbéon, el archivo digital que se desea grabar es enviado
por medio de un software a un equipo que tiene un rayo laser, en la zona de la placa que recibe el
rayo laser, el carbén se quema y queda la placa expuesta, posteriormente dicha placa es expuesta
a la luz UV con lo que la zona libre de carbon se endurece al foto-polimerizarse por la accion de la
luz UV. Después de la foto-polimerizacion, en ambos casos, las placas son |lavadas usando
solventes y trabajo mecanico, en este proceso se elimina el polimero no expuesto y queda en alto
relieve las zonas insoladas, después del lavado las placas se colocan en un horno con temperatura
controlada para evaporar el solvente que haya quedado en la placa, para verificar que el solvente
ha sido eliminado en su totalidad se mide el espesor total de la placa y este debe ser igual al de la
placa virgen, cuando esto se obtiene, la placa recibe un tratamiento con luz UVA y Luz UVC para
endurecer los flancos del relieve de puntos, lineas o areas de impresion soélida y todo el espesor de
la placa y para quitar la pegajosidad de la misma, respectivamente. Cada placa tiene grabados los
elementos correspondientes a un color del trabajo a imprimir, con la lineatura (nimero de lineas
por pulgada lineal o por centimetro lineal), la trama (FM, AM o Hibrida) y el angulo
preseleccionados en la edicién. Estas placas son elastomericas, compresibles y resilientes. Tienen
grabados en relieve las areas a imprimir. La placa tiene una base que es una pelicula de poliester y
sobre esta base se encuentra el polimero en el que estan grabados los elementos a imprimir.
Cuando se imprimen policromias es necesario que cada una de las placas registre con precision
para evitar que los elementos a imprimir queden fuera de su posicion, como estamos trabajando

con materiales sensibles a los solventes y a la temperatura, el aseguramiento de la calidad nos
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exige verificar la precision de los registros pues una décima de milimetro es suficiente para qt tich] g B )
note el defasamiento en los colores de los elementos impresos. Para facilitar el montaje y la msm utc
Presos. ey Mexcanc
impresion se colocan en las placas elementos guias para verificar el registro tales como; maé&!.,q F{’Oﬁ.iedﬂd
wovidstnial
micro-puntos y cromas. En cada placa se miden las distancias entre ellos, tanto transversal como
5 longitudinalmente para evitar 0 que en impresion se llama “fuera de registro”. Para evitar que al
aplicar la tinta sobre la superficie de la placa se ensucie el piso y que esta tinta manche areas de
no impresion, es necesario verificar que el relieve de la placa cumpla con ciertos estandares, |0
mismo en elementos positivos como invertidos, puntos, lineas y profundidad entre puntos.. Hace
menos de una década la impresion policroma se realizaba con solamente cuatro colores,
10  cuatricromia; Cian, Magenta, Amarrillo y Negro (C, M. Y, K), con lo que se lograba un cierto
espacio de color, y todos los colores que quedaran fuera de este espacio se tenian que imprimir
con tintas directas, actualmente existen tecnologias que permiten utilizar seis colores (hexacromia:
C,M Y, K vyOyG) o siete tintas (heptacromia: C, M, Y, K, y R, G, B) de las cuales la conocida

comercialmente como Opaltone es la mas reconocida y usada [1], con estas tecnologias se logran

espacios de color mucho mas amplios, con lo que se reduce el numero de tintas directas a usar lo

cual le significa al impresor beneficios muy importantes en productividad y en calidad, pero que
obligan al fabricante de placas a tener un muy estricto control de calidad. Ya con la placa
procesada, entramos a la etapa de control de calidad, y para esto, nuestro invento es propuesto en
dos partes. La primera parte de este invento es el analizar y obtener los datos con mediciones
20 exactas y con precisiones del orden de unas cuantas micras, la separacion entre registros y
cromas, que permitiran garantizar que las placas una vez colocadas en los rodillos porta-cliches
estén bien alineadas y posicionadas para tener una buena operacion en la impresion industrial a
altas velocidades. La segunda parte, consiste en medir la profundidad de puntos. En esta parte, se
implementa un sistema sensor interferometrico, el cual consiste en usar un acoplador de fibra
25  oOptica de 3dB (2x2; 50/50) para que de una sola sefial laser altamente coherente de entrada
poderla dividir en dos cantidades, las cuales, una viajara hacia un punto fijo, y que se retornara al

sistema como una retroalimentacion controlada, mientras que en el otro camino optico que se tiene
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en el brazo de fibra Optica, esta interaccionara indirectamente sin tocar a la placa de imp

mediante el enfocamiento del haz laser el cual se conseguira por una lente de magnificacion 20X nstitutb

Mexicane
Propiedad

por consiguiente contendra informacion del cambio de fase o de un camino Optico totalmente indusirion:

en un area especifica. Por lo tanto, esta sefal provocara una retroalimentacion al sistema ép}g?d/

diferente al que se produce con el primer brazo. Ambas sefales retroalimentadas de cada uno de
los brazos se conjugan en el punto donde estos se mezclaran interferometricamente y la diferencia
de fase sera leida por nuestro sistema opto-electronico que sustraera el valor en voltaje
correspondiente a ese cambio de fase o camino optico y dado que este dispositivo esta montando
en una mesa XY automatizada, se podra obtener un barrido en una area especifica, y esta
informacién desplegada nos dara la oportunidad de analizar tanto la profundidad de punto como el
relieve en dos dimensiones. En la parte de sefales Optica-electrica, se cuenta con transductores
electronicos que recupera la informacion oOptica en una informacion electrica. Esta sefal, es
ampliificada (con un amplificador de alta impedancia que nos permite recuperar la informacion del
fotodiodo que es del orden de nano-amperes), acondicionada y ademas filtrada con un filtro pasa-
bajo. Esta sefial contiene la informacién del perfii en forma de un voltaje analogico, el cual
posteriormente es convertido a una sefial digital con una precision de 12 bits, por un DSP
(Procesador Digital de Sefales) el cual tiene como caracteristica la rapidez de muestreo, el filtrado
digital, y el modelado matematico de la sefial analizada, posteriormente es enviado a un
microcontrolador que se encarga de establecer la comunicacion entre el dispositivo de medicion y
la PC via USB. Mediante una interfaz interactiva desarrollada en visual Studio, el usuario del
instrumento puede seleccionar entre los diferentes procesos, los cuales son mediciones entre
registros, de relieve, profundidad de punto y espesor de las placas. En esta etapa y una vez
seleccionado el proceso, el software controla el cabezal de medicion en la mesa XYZ. Este cabezal

esta compuesto por un microscopio de 50X, y una lente de 20X.
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Medicion de punto a punto o registros. Se situa el cabezal y con ayuda del microscopio y la int P |

de la PC seleccionamos el punto de inicio (X,,Ys) Yy una vez seleccionado se traslada el cabe

mediante comandos directamente seleccionados en el programa hasta el punto final (X,Y,) y el

algoritmo del programa calcuia la distancia entre los dos puntos con una precision de + 2.5

micrometros.

Medicién del espesor, relieve y profundidad de punto. Son obtenidos por interferometria mediante
la interpretacion del cambio de fase que induce la placa en 1a luz laser procesado mediante el

dispositivo opto-electronico ya descrito.

FUNDAMENTOS TEORICOS Y EXPERIMENTALES

La presente invencion se refiere primeramente al uso de un interferometro de fibra optica para
medicion de superficies y espesor en material semitransparente.

El interferometro de fibra Optica funciona de la siguiente manera. Un haz de luz laser se inyecta en
la fibra Optica, esta luz pasa por un divisor de haz de 3dB (acoplador de 2x2) del cual surgen dos
haces que viajan por su respectiva fibra. Cada uno de estos haces viaja alguna distancia hasta saliir
de la fibra que los contiene, a la salida de las fibras se tienen espejos los cuales refleja la luz
exactamente en la direccion opuesta, es decir hacia las fibras nuevamente (retroalimentacion). Si
las fibras tienen la misma longitud fisica se asegura que la distancia que recorre la luz en las fibras
es la misma en ambas. La luz que viaja de regreso por una de las fibras hacia el divisor se divide
produciendo dos haces unos hacia la fuente de luz y el otro hacia la fibra que es la otra via del
acoplador. El haz de la segunda fibra le sucede lo mismo, de tal forma que tendremos la suma de
los dos haces en la via de salida del interferoOmetro de fibra, en la fibra que va hacia la fuente de luz

se |le coloca un aislador 6ptico para evitar la retroalimentacion y destruccion de laser inyector.

Mexicano
je la Propiedad

Industrial
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En la via de salida se ha colocado un detector de intensidad de luz para monitorear el cambio Hey I

- -
a e | Ly
- * omar

intensidad conforme se hacen las mediciones, esto debido a que estas variaciones de intensidad Insfitutc

Mexicans
nos permitiran conocer la forma de la superficie y/o el espesor del material a medir. La intens;@qc Propiedad

de la luz a la salida del interferometro esta dada por industric.

I=1+1,+2,/1I, cos(Ag) (1)

Donde I, e I, es la intensidad de la luz en cada fibra por separado, Ag es la diferencia de fase

entre los haces en las fibras despues del divisor. Debido a que la luz es una sefial periddica esta

diferencia de fase esta limitada a tomar valores entre 0 y 27 radianes. Cuando la distancia que
viaja la luz en las fibras es idéntica en cada fibra la diferencia de fase es cero, y al hacer un cambio
en las distancias recorridas por la luz en cada fibra esta diferencia de fase sera diferente de cero y

provocara un cambio en la intensidad en la via de salida dada por la ecuacion (1). Esta diferencia

de fase esta dada por

B 27tnAL

2
P (2)

Ag

Donde n es el indice de refraccion del material en el cual viagja la luz. A Es la longitud de onda de

la luz. AL Es la diferencia de distancia en los recorridos de la luz las dos fibras. Se le llama

camino 6ptico a la distancia recorrida por la luz multiplicada por el indice de refraccion del material

por el cual viaja (nAL ). El camino éptico es el que cambia al modificar una de las condiciones de

recorrido de la luz en alguno de los brazos del interferometro.

En este caso las condiciones de distancia en uno de los brazos cambiara al introducir a la salida el
material al cual se le medira la superficie y/o espesor. Cuando se provoca el cambio en el camino
dptico en uno de los brazos, esto provocara un cambio en la intensidad el cual se mide y a partir de

este dato se calcula el cambio de fase de acuerdo con la ecuacion (1) y a su vez la diferencia de
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camino optico por la ecuacion (2). Esta diferencia de camino éptico nos arrojara la distancig gla k

recorto el camino 6ptico debido a la introduccion de un material en uno de los brazos obteniendoysaxicano

asi el espesor, relieve o profundidad de puntos del material. leia Prop'teddd
indusisial

Otro esquema de medicion que se aplica a materiales transparentes o semitransparentes es el de

compensar el enfoque de la luz en el espejo, el cual ha cambiado debido a la introducciéon del

material semitransparente entre la fibra y el espejo. Esto sucede debido al diferente indice de

refraccion del material con respecto del aire. Para tener el punto de enfoque en el espejo

nuevamente se mueve la fibra Optica hasta tener dicho punto en el espejo nuevamente. Con el

cambio de intensidad medido se calcula el cambio de fase y la diferencia de camino optico con la

cual obtenemos el espesor del material al dividirla entre el indice de refraccion.

El circuito detector opto-electronico esta formado por un fotodiodo con terminacion en fibra optica
con lo que se permite aislar las sefiales de laser con respecto a las demas sefnales del espectro
visible debido a que responde al rango de 400 a 1000nm. La primera etapa de la amplificacion en
un convertidor de corriente a volitaje en donde ia intensidad del haz dei laser reflejado se convierte

de corriente a voltaje por medio de una resistencia de retroalimentacion.

Debido a que el fotodiodo silicon/PIN tiene una impedancia muy grande en la entrada y su corriente
de salida es muy baja se requiere que este amplificador operacional tenga en la entrada una
impedancia muy grande, esto se logra con una entrada de transistor MOSFET el que ademas pide

un nivel bajo de corriente para funcionar.

Aun con todo esto, las corrientes del fotodiodo son muy pequefias aun con un elevando voltaje de
polarizacion inversa con que este se alimenta por lo que la resistencia de retroalimentacion es del

orden de mega ohms para obtener un voltaje de milivolts a la salida del amplificar.
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La siguiente etapa de amplificacion eleva los niveles de voltajes de milivolts a volts y permite Ensﬁ
invertir la sefial a niveles de voitaje positivo para la siguiente etapa de convertidor analogico @eﬂcano

{e la Propiedad
digital. fr.ausinial

A la salida de este amplificador se tiene un filtro pasabandas para eliminar ruidos de alta
frecuencia. En la etapa de convertidor analégico digital se cambian los valores de voltajes a una
representacion digital de 12 bits o 4096 niveles distintos 0 en una escala maxima de 5 volts a un
nivel minimo de 1 milivolts. Esto es realizado por medio de un circuito integrado DSPIC30F4013
que es el control principal del sistema electronico. Estos valores se modifican para representar un

nivel de distancia o profundidad del perfil en la muestra que se esta midiendo.

Los datos son enviados por el puerto serial a otro microcontrolador PIC18F2245 que envia los

datos a la computadora por medio de un puerto USB.

El control principal también se comunica con la tarjeta que controla la corriente del driver del laser.
Esta corriente se mantiene constante por medio de la retroalimentacion en la medicion de corriente
que circula por el laser y la corriente del foto-detector que posee el laser unido a este. Esta
diferencia de corriente que se tiene modifica el valor numérico de un convertidor de digital a

analdgico con que se alimenta el driver del laser.

REFERENCIAS

[1] Una descripcion del sistema OPALTONE, http://www.chromacolor.net/opaitone.php

[2] Dispositivo SensorFar, perfilometro 6ptico en 3D, www.sensoriar.com.

[3]

[4]

[5] Costa M.F. Surface inspection by an optical triangulation method,” Opt. Eng. 35(9) 1996
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BREVE DESCRIPCION DE LAS FIGURAS

Se describe el cuerpo de invento propuesto haciendo referencia a los dibujos que se accomp!ﬂ;':-lkI Fropiedad

tndustrial
en esta aplicacion.

Figura 1. Transductor optico-voltafe, el cual es una etapa critica y donde se convierte (a sefial
Optica en una senal eléctrica de voltaje, pero con una linealizacion y filtrado que producira una
sefial para ser evaluada en otra etapa. Elementos importantes son: A (foto-detector a 530nm con
terminacion de fibra optica), elemento que convierte la sefial Optica que proviene del la salida del
10  interferOmetro, en una sefial eléctrica del orden de micro amperes. Esta senal de corriente
eléctrica se aplica a un convertidor de corriente a voltaje , el cual es un amplificador operacional de
alta impedancia, que recupera esta sefal , de baja corriente, convirtiendo esto a un voltaje,
posteriormente esta sefal es filtrada , con un circuito RC, para eliminar perturbaciones externas
posteriormente esta sefial libre de ruido externo es aplicado a un amplificador no in\}ersor , el cual
le proporciona el acondicionamiento necesario para obtener una escala lineal de de voltaje

proporcional a la sefal Optica del interferometro.

Figura 2. Control con ajuste retroalimentado de la potencia de un laser. Este circuito es el
responsable de proporcionar una corriente constante y controlada al diodo laser. Y es también
20 una etapa critico, dado que la sefal laser debe ser constante, ya que al variar la sefal Optica,
obtendriamos una variacidn en la mediciéon lo cual se reflejaria en una medicion erronea del

perfilometro incluido. Elementos que conforman esta parte del circuito.
a) Amplificador operacional convertidor de corriente a voltaje , en este circuito convertimos la
corriente del diodo laser en un voltaje que es usado come referencia por el procesador

25 PIC16f872

b) Amplificador operacional que convierte la corriente del fotodiodo, la cual es proporcional a

la radiacién laser, de esta forma tenemos un voltaje de referencia de la sefal optica, lo cual
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le permite al microcontrolador ejercer una accién de control. Al cambiar la emijop HEIN

}

fieicono
¥roptedad
wmdusirial

diodo laser.

c) El DAC convertidor digital analogico, de 8 bits este convertidor nos permite evalu% i&

sefal (/ laser+ | intensidad Optica) de una sefal digital a una sefial analogica. Este
5 elemento nos permite controlar digitalmente la intensidad optica del diodo laser.

d) Amplificador operacional funcionado como amplificador no inversor, este amplificador nos
permite, en esta etapa ajustamos la ganancia final de de la corriente que excitara la
etapa de potencia.

e) Transistor TIP 31 NPN, esta es la etapa final de potencia que se encarga de proporcionar

10 la corriente al diodo Laser, controlada por las etapas anteriores.

Figura 3. Mother Board de control y Medicion. Esta etapa es el cerebro del sistema, el cual tiene
como su elemento principal a un DSPPIC 304013, el cual es un procesador digital de sefiales de
la compaiiia microchip. Este chip tiene como principal caracteristica, que cuenta con un

convertidor de sefales analogicas de 12 bits, este microprocesador recibe la sefal analogica del

modulo transductor Optico-voltaje, convirtiendo esta sefal analdgica en digital procesando y
asignando a esta un valor digital a la sefial analoga recibida y asignando en una escala en micras,
para la medicion del perfil de la placa de polimero. El PIC18f245 es un microcontrolador de la
marca microchip, es el encargado de establecer la comunicacion de la sefial medida .Este
20  microprocesador esta programado para establecer unicamente la comunicacion entre el DSP y |a

PC, via serial o USB

Figura 4. Interferémetro mejorado de Michelson. Consiste principalmente en un interferometro de
Michelson, en un arreglo de fibra éptica, que evita perturbaciones externas, volviendo la parte
25 lectora optica insensible a ruidos externos y que esta compuesto por un:
a) Diodo Laser de 530 nm con terminal de fibra optica.

b) Aislador 6ptico, que evita la retroalimentacion de la sefal laser
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c) Acoplador de 3dB en fibra éptica

d) Lente colimador

wa la fropiedad

e) Lente de 20X imcustrial

f) Foto diodo detector para 530 nm con terminal de fibra 6ptica (A)

La sefial laser de 530 nm es aplicada en un extremo de Ia fibra, esta sefial llega a un divisor de
sefal, que divide la sefal original en dos partes iguales 50% c/u, ambos brazos del arreglo 6ptico
se les incorpora un colimador y un lente que nos permite enfocar la muestra al orden de 5 micras.
Uno de los brazos de este interferometro enfoca la muestra que se desea medir para obtener su
10  perfil, mientras que el otro brazo se usa como una senal de referencia.
Ambos brazos del interferometro producen una sefal reflejada, una en la muestra y la otra en [a
referencia, con las sefales reflejadas y enviadas nuevamente al acoplador producimos el
fenémeno conocido como interferencia, el cual cambia la fase de las sefiales en proporciona al
camino optico de c/u de los brazos , de esta forma se produce una interferencia destructiva de

ambas sefnales , lo cual nos conduce a un cambio de amplitud de la sefial , en |la salida del

interferometro, de esta forma podemos medir Opticamente le distancia del perfil de la placa que
esta en el orden de micras. Posteriormente esta sefial optica es evaluada electronicamente para

obtener una medida directa en micras.

20  Figura 5. Pieza maquinada para el microscopio y el sensor de fibra éptica. Basicamente consiste
de un motor a pasos con resolucion de 50nm de desplazamiento por paso y controlado por
computadora, y el cual afadira los ejes Z a nuestro sistema XYZ representado por AK.
(Microscopio 50X) representado como Al y esta sujetado a la placa maquinada, (Punta de fibra
optica con objetivo de microscopio de 20X) representado por AJ.

29
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Figura 6. Resultado en la medicion de espesor de una pieza transparente. Resultado obtenido al

medir una placa de acrilico con la forma de una cufia con radio interno tal y como se muestra G0 mdad'

grafica, el error detectado fue de + 2.5 micras. Grosor de la placa vs. Voltaje del sensor 6ptico.

Figura 7. Interfaz hombre-maquina del sistema automatizado.

(7A)imagen de la Interfaz grafica del perfilbmetro digital.

(7B), a la izquierda: Imagen de la Ventana de Visualizacion de Video.

(7B), en el centro: Imagen capturada con zoom éptico.

(7B). a la derecha: Imagen capturada con zoom digital a 200X.

(7C). arriba: imagen de la Ventana de Despliegue de Recorrido.

(7C). abajo a la izquierda: Representacion de la medicion de croma a croma.

(7C). abajo en el centro: Representacion de la medicion de micro punto a micro punto.
(7C). abajo a la derecha: Representacion grafica de la medicion de el relieve de la muestra.

(7D). Imagen de la Ventana de Control de Movimiento.

La interfaz grafica consiste en tres ventanas (1) una ventana de visualizacion de video, (2) una
ventana de despliegue del recorrido y marcacion de puntos le medicion y (3) una ventana de
control de movimiento que permite controlar la direccion del desplazamientos.

Ventana de Visualizacion de Video La ventana de visualizacion permite inspeccionar la muestra
con un microscopio digital que permite amplificar esta hasta 200x gracias a un zoom digital.
Gracias a una marca tipo target se puede ubicar el punto central de la imagen para poder realizar

los procesos de medicion de distancias y de profundidad.

Ventana de Despliegue del Recorrido
La ventana de despliegue de recorrido permite visualizar la ubicacion del dispositivo de medicion

de distancias lineales y de profundidad. Ademas de permitir marcar las mediciones de distancias
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Ventana de Control de Movimiento

El software permite realizar desplazamientos con el robot lineal gracias a la Ventana de Controi de

Movimiento que permite realizar desplazamientos de movimientos finos gruesos con un control de

velocidad que permite cambiar el nivel de bajo a alto.
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25
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REIVINDICACIONES

consideramos como novedad y por lo tanto reclamamos de nuestra exclusiva propiedad lo

contenido en las siguientes clausulas:

1.

Instrumento de medicion de espesor, relieve, profundidad de punto y registros en placas
para impresion caracterizado por comprenderse de un Sistema de micro desplazamiento
automatizado XYZ, un Transductor oOptico-voltaje que esta compuesto por un foto-
detector a 530nm con terminacion de fibra Optica, un convertidor de corriente a voltaje
(amplificador operacional de alta impedancia), un medidor de intensidad Optica (circuito
RC), un amplificador no inversor, y un medidor digital y controlador; un Control con ajuste
retroalimentado de la potencia de un laser que se compone de un amplificador
operacional convertidor de corriente a voltaje, un procesador (microcontrolador)
PIC16f872, un convertidor digital analégico DAC de 8 bits, un amplificador operacional
funcionado como amplificador no inversor, y un transistor TIP 31 NPN; un Mother Board
de control y Medicién formado por un procesador digital de sefiales DSPPIC 304013 que
cuenta con un convertidor de sefiales analdégicas de 12 bits, un microcontrolador
PIC18f245, y una entrada USB; un Cabezal de medicion (Interferometro mejorado de
Michelson) que esta compuesto por un diodo Laser de 530 nm con terminal de fibra 6ptica,
un aislador éptico, un acoplador de 3dB en fibra optica, un lente colimador, un lente de
20X, y un foto diodo detector para 530 nm con terminal de fibra Optica;, una Pieza
maquinada para el microscopio y el sensor de fibra optica que consiste de un motor a
pasos con resolucion de 50nm de desplazamiento por paso y controlado por computadora;

y un CPU como sistema de mando y control.
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RESUMEN

La presente invencion consiste en un dispositivo que permite la medicibn de varias deiﬂgﬂ ?gggti?;@g
caracteristicas fisicas y dimensionales de las placas para impresion flexografica mas criticas para o

la impresion de policromias tales como: registros, relieve, espesor, profundidad de lineas y puntos

invertidos, profundidad entre puntos tanto en aitas luces, medios tonos y sombras de las imagenes

a imprimir. Todo con un solo instrumento. Este puede ser utilizado en cualquier otro proceso de

medicion en que se requiera el dimensionamiento de estos parametros
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[54] Titulo: MEDIO DE CULTIVO PARA LA DETECCION DE MICROORGANISMOS POR FLUORESCENCIA QUE COMBINA UN SUSTRATO FLUOROGENICO Y UN FLUOROFORO SENSIBLE AL PH.
[57] Resumen: La invencion se refiere a un medio de cultivo para detectar la presencia de microorganismos, que se caracteriza porque se forma a partir de un soporte liquido nutritivo, en el que estan
uniformemente solubilizados: al menos un sustrato fluorogénico que puede ser activado por lo menos por una enzima de un microorganismo, en donde el al menos un sustrato fluorogénico es una mezcla de
los siguientes compuestos: -beta-glucopiranésido de 1-2(2-benzoilfenil)-6-cloro-1H-indol-3-ilo;-beta-galactopirandsido de 1-(2-benzoilfenil)-6-cloroiH-indol-3-ilo; -acetato de 1-[2-(2,4-dimetoxibenzoil)]-1Hindol-
3-ilo); y —fosfato de 1-[2-(2,4-dimetoxibenzoil)fenil]-1H-indol-3-ilo),y —al menos un fluréforo, de los cuales la fluorescencia es indicativa del pH de dicho medio de cultivo, la fluorescencia de dicho soporte en si
es preferentemente insensible a las variaciones en el pH del medio de cultivo y a la introduccién de dichos microorganismos en el medio de cultivo.
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EXTRUIDAS DE MATERIA GRASA TOTAL BAJA TENIENDO SISTEMA ESTRUCTURANTE DE ALMIDON POLIOL.

[57] Resumen: La presente invencion se refiere a un método para retencion de perfume intensificada, por ejemplo, barras proporcionando retencion intensificada. Se refiere ademas aun método para
intensificar el florecimiento de perfume. Al seleccionar composiciones de barras especificas (por ejemplo, con baja TFM y sistema estructurante de almidén-poliol especifico), se ha encontrado de manera
inesperada que la retencion de perfume durante el almacenamiento de barra seca es realmente incrementada; y/o que el florecimiento de perfume es incrementado sobre dilucién de tales barras.
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[54] Titulo: COMPOSICIONES DE JABON CON FRAGANCIA.

[57] Resumen: Se proporciona una composicion para cuidado personal, la cual incluye un componente de fragancia seleccionado del grupo que consiste de acetato de hexilo, dihidromircenol, alcohol fenil
etilico, acetato de bencilo y mezclas de los mismos, y desde 1 hasta 30% de un material de &cido graso de C,-C, en peso de la composicién, en donde desde 60 hasta 85% en peso del material de acido
graso es una sal y el resto del material de acido graso es un &cido graso libre.

. - - - - == =

[12] Tipo de documento: Patente

[10] MX 330198 B [45] Fecha de concesion: 02/03/2015

[21] Numero de solicitud: MX/a/2010/000925 [22] Fecha de presentacion: 22/01/2010

[72] Inventor(es): GUSTAVO RODRIGUEZ MORALES [MX]; LUIS CESAR CORTEZ GONZALEZ [MX]; FRANCISCO MANUEL BETANCOURT IBARRA [MX]; ROMEO DE JESUS

SELVAS AGUILAR [MX]; CANDELARIO GUAJARDO GONZALEZ [MX]; VALENTIN GUZMAN RAMOS [MX]; Guadalupe, Nuevo Leén, 67128, MX

[73] Titular: REDI COLOR S.A. DE C.V. [MX]; MONTERREY, Nuevo Leén, 64370, MX O 2>

[74] Agente: RICARDO ALBERTO GOMEZ FLORES; Av. Lazaro Cardenas # 4600 Ote entre Praga y Trieste, Centro de Incubacion de Empresas y Transferencia de Tecnologia- i

Edificio CIETT, Col. Unidad Mederos, UANL, 64930, MONTERREY, Nuevo Leon, México

[30] Prioridad (es):

[51] Clasificacion: G01D15/20 (2006-01) GO1N21/41(2006-01)

[54] Titulo: INSTRUMENTO DE MEDICION DE ESPESOR, RELIEVE, PROFUNDIDAD DE PUNTO Y REGISTROS EN PLACAS PARA IMPRESION

[57] Resumen: La presente invencion consiste en un dispositivo que permite la medicion de varias de las caracteristicas fisicas y dimensionales de las placas para impresion flexografica mas criticas para la
impresion de policromias tales como: registros, relieve, espesor, profundidad de lineas y puntos invertidos, profundidad entre puntos tanto en altas luces, medios tonos y sombras de las imagenes a imprimir.
Todo con un solo instrumento. Este puede ser utilizado en cualquier otro proceso de medicion en que se requiera el dimensionamiento de estos parametros.
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Introduccion

Como parte de un proyecto conjunto entre el grupo de investigacion en fotdnica, Fiber & Laser Group y la
compainiia Redi Color S.A. de C.V. se ha desarrollado el primer sistema de perfilometria para placas flexograficas
PhotoFlex Profilometer System. El sistema emplea métodos y dispositivos optomecatrénicos ensamblados en
un conjunto el cual permite obtener la geometria micrométrica de placas translucidas, flexibles y extensibles.



Conozca Phot
Profilometer



PhotoFlex Profilometer System

El andlisis dimensional de las distintas zonas de una placa flexografica permite evaluar la calidad de las mismas
y de esta manera fortalecer las lineas de trabajo en la produccién de la compaiiia. El empleo de PhotoFlex
Profilometer System sera de utilidad en la obtencién del espesor total de placa, espesor de piso, espesor de
relieve, profundidad de punto, distancia entre cromas y distancia entre micropuntos.

PhotoFlex Profilometer System es un sistema optomecatrénico conformado por los siguientes modulos:

llustracién 1. Médulos en PhotoFlex Profilometer System



Sistema de Microdesplazamiento

Es un sistema de posicionamiento por etapas el cual permite crear desplazamientos complejos en 2 ejes con
una alta precision micrométrica.

llustracién 2. Sistema de Microdesplazamiento

El sistema de Microdesplazamiento es el encargado de ubicar al sistema de perfilometria sobre cierta zona de
la placa flexografica a analizar. Los movimientos realizados por el Sistema de Microdesplazamiento son
alimentados por motores a pasos ensamblados a cada eje de desplazamiento.

Limit Switches. Son pequefios switches ubicados al final del recorrido de los rieles que proveen proteccién de
sobre-desplazamiento al movimiento de los ejes. La aplicacion de los Limit Switches facilita la ubicacion de

“home” al sistema coordenado XY.

llustracidn 3. Limit Switch



Unidad de Control de Motores. La funcién principal de la Unidad de Control es precisamente la de controlar los
motores a pasos que desplazan los ejes del Sistema de Microposicionamiento. A través de una conexion por
cable, la Unidad de Control envia los comandos de movimiento a los motores y retroalimenta la informacién de

los Limit Switches.
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llustracion 4. Controlador de motores

Motores a Pasos. Se encuentran en los ejes y se encargan de girar los tornillos sinfin para desplazar la placa

sobre la que esta ensamblado el Sistema de Perfilometria de profundidad



Sistema de Perfilometria de Profundidad

El Sistema de Perfilometria de Profundidad es el nucleo de PhotoFlex Profilometer System. El dispositivo de
perfilometria es un dispositivo de patente que obtiene dimensiones en el eje Z para las placas utilizadas en la
industria de prensa flexografica.

El Sistema de Perfilometria de Profundidad utiliza un microscopio de 200X de aumento para seleccionar la zona
de andlisis de la placa. Un haz de luz a 980 nandmetros de longitud de onda es enviado desde un diodo l3ser a
través de una fibra dptica para incidir sobre el material transltcido y provocar cierta reflexidn. La luz reflejada
es de nuevo captada por la fibra éptica y conducida a unos fotosensores.

Actuador

Fibra Optica

Microscopio

llustracion 5. Perfilometria de Profundidad

La informacidn de la luz reflejada es leida en una tarjeta electrdnica y esta a su vez ordena unos comandos de
movimiento a un actuador que se desplaza en el eje de profundidad para maximizar la informacion.

La sincronizaciéon del Sistema de Perfilometria con la Optoelectrénica de Control es de vital importancia ya que
como parte de los dispositivos de analisis de reflexion de luz se cuenta con una tarjeta de adquisicién de datos
que es la encargada de manipular la informacién de las sefiales Opticas y enviarlas a un ordenador. Con
tratamiento optoelectrénico las dimensiones de espesores y profundidades son adquiridas con un alto rango

de precision.



Optoelectronica de Control (OE-FLG)

La optoelectrénica tiene tres principales funciones; primero, es la encargada de controlar los parametros de
alimentacidn eléctrica de distintos dispositivos; segundo, amplifica las sefiales dpticas y electrénicas leidas de la
reflexion caracteristica de cada material del cual estdn hechas las placas flexograficas; tercero, genera una
conversion de seiales la cual permite la comunicacidn efectiva de comandos entre el ordenador y el sistema.

Disefiadas para cada una de sus funciones principales, la Optoelectrénica de control cuenta con tres tarjetas
electrdnicas ensambladas en el cajon OE-FLG, el cual con unidades de entrada y salida, permite las conexiones
entre elementos distintos de PhotoFlex Profilometer System.

Comandos

Manipulacidon de seriales

CPU PERFILOMETRO

OE-FLG
llustracién 6. OE - FLG. Administra la informacion y comunica al operador con el sistema de perfilometria

Como parte del OE - FLG, un diodo laser a 980 nm envia las sefales de luz a través de un divisor de longitudes
de onda que, fusionado a una fibra dptica, conduce la luz hasta las placas flexograficas. Cabe recalcar la
importancia de la correcta seleccion del tipo de placa a analizar en el sistema ya que cada una de ellas ha sido
caracterizada por una propiedad de transmision de la luz en su superficie, en la cual, cierta potencia de luz es
absorbida por las primeras capas de la placa.

A on
de datos

Divisor de luz

Diodo Laser Fibra Optica

llustracién 7. Sistema Optico en el OE - FLG
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Software

El control total del PhotoFlex Profilometer System se realiza mediante una interface de software. Como parte
del sistema de perfilometria, se ha desarrollado el programa Flexo Data Capture, el cual, con rutinas de trabajo

muy especificas, nos permitird obtener y almacenar de manera sencilla la geometria micrométrica de cada
placa flexografica.

Para mayor referencia del uso del software, dirijase al Manual de Usuario Flexo Data Capture

11
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Inicio

En este capitulo se describirdn los requerimientos necesarios para incorporar PhotoFlex Profilometer System en
su linea de trabajo.

= |nstalacidn del software Flexo Data Capture

= Conexion de componentes de PhotoFlex Profilometer System

= Encienda los componentes de su equipo

= Ejecute una rutina de trabajo para revision de la perfilometria de una placa flexografica

Instalacién de software Flexo Data Capture

Incorporado al sistema de perfilometria, Flexo Data Capture le guiard a través de una rutina de revisién de
calidad en placas flexograficas. Una descripcion mas detallada de los requerimientos de instalacion del
software en su equipo se encuentra en el Manual de Usuario Flexo Data Capture.

Para instalar Flexo Data Capture ™ en Windows:

1. Inserte el CD de Flexo Data Capture ™ en la unidad lectora de CD-ROM

2. Elija el idioma para la instalacion y oprima Aceptar.

3. Oprima el botdn “Siguiente” para iniciar la instalacion de Flexo Data Capture ™.

4. Lea el texto de la licencia y oprima “Aceptar” para aceptarlo.

5. Decida si quiere instalar iconos de acceso directo en el menu Inicio o sobre su escritorio.

8. El instalador le informara acerca del progreso en la instalacion de Flexo Data Capture ™. Al finalizar oprima el
botén “Terminar” para completar la instalacion.

13



Conexién de componentes de PhotoFlex Profilometer System

Una vez que instalamos el software en nuestro ordenador, lo siguiente es la conexion de los elementos que
componen nuestro sistema.

Ensamble del Sistema de Microdesplazamiento

Para el procedimiento de montaje del sistema de posicionamiento XY por favor tenga a la mano la siguiente
herramienta.

= Llaves hexagonales de 5/32” y 3/16”

= Escuadra grande

= Dispositivo de medicion precisa

= Desarmador estrella de, llave inglesa de 9/16”

1. Trabaje con las terminales donde se ubican los motores, de frente a usted. Ubique el deslizador motorizado
a su derecha. El deslizador sin motor ubiquelo a su izquierda.

2. Monte los deslizadores en los separadores usando tuercas y abrazaderas de montaje. No apriete aun

3. Cuadre el deslizador motorizado con el separador mas cercano al motor y ajuste las abrazaderas de montaje.
Deje suelto por ahora el deslizador no motorizado.

14



4. Alinee el otro separador de forma paralela con el primero. Ajuste ahora las abrazaderas de montaje del
deslizador motorizado con el segundo separador.

5. Remueva la tapa de la cubierta de la banda y las tapas de sus terminales. Quite los tornillos que se
encuentran en el motor y la placa cercanos a las poleas, estos seran reinstalados después.

6. Utilizando las poleas, enlace ambos carruajes con el cojin de ensamble ubicado al final del motor de las
unidades siendo cuidadoso de no forzarlo.

- = =

-
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7. Coloque la parte plana de la cubierta de la banda, con 2 huecos grandes, sobre las poleas. Instale la banda
sobre ambas poleas, asegurese de que ensamblan propiamente y que su movimiento no sea obstruido por la

cubierta.
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9. Alinee el deslizador no motorizado con el motorizado. Ambos deslizadores deben estar a la misma distancia
de separacion. Separe los deslizadores hasta que la banda tenga un poco de tensién. Verifique de nuevo que
estén paralelos y reajuste las abrazaderas de montaje ligeramente.

10. Afloje las abrazaderas de montaje sobre el deslizador motorizado mas cercanas al final de la polea y una
abrazadera del final de la placa terminal. Coloque la varilla de tension de la banda entre las placas de montaje
del motor de ambos lados y ajuste hasta que la varilla soporte su propio peso.

17



Loose

Loose

A change in A2 will change AT
(readjust spring to keep AT=0.25" max.)

A2 >
i =T 1 11T
[i wil Il
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Semi-tight | Tight
90.00 degrees
RN
///.FH. B
. 90.00 degrees
Eoll v F Tight
= Al [ j\ﬂ
| [ n
— —
AT=025] Loose
Ty ATy
— S

Carriages are same distance from end
Belt is in place on pulleys

1)
2)
3) A1=A2+ 0.002"
4)

AT =0.25" (125 Ib tension on belt)

Tighten all fasteners

11. Mida en forma precisa entre las arandelas al final de cada muelle en espiral de la varilla de tensién de la
banda y anote la medicion. Ajuste la tuerca hexagonal para variar la distancia entre las arandelas a 0.25”
entonces ajuste las abrazaderas de montaje. La medicion tomada es importante para mantener la tensiéon

apropiada de la banda.
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12. Verifique lo paralelo de los deslizadores y ajuste el deslizador no motorizado si es necesario. Verifique
nuevamente el cambio en la separaciéon de las arandelas. Periédicamente gire la banda para asegurarse de un
correcto ensamble. Nota: Los deslizadores deben estar paralelos dentro de un rango de 0.002” para un
correcto funcionamiento. Utilice una secuencia patrén de ajuste de las abrazaderas después del chequeo final.

A change in A2 will change AT
(readjust spring to keep AT=0.25" max.)

= AD =
_\ ;_I_..--———' 4
| L
up) =NIRiR
e 1 Tight
Loose Semi-tight
90.00 degrees
_ J—
///'"‘--. ]
90.00 degrees

pell v ﬂ Tight
@ n_n A.I I 0_0 }

Loose AT=025| | Loose

I~
e

reft

|-

1) Carriages are same distance from end
2) Beltis in place on pulleys

3) A1=A2+ 0.002"

4) AT =025 (125 Ib tension on belt)

Then:
Tighten all fasteners

13. Apligue una pequefia cantidad de lubricante sobre la superficie de contacto interna de la cubierta azul. Con
sus manos, presione la cubierta hasta ensamblarla en la superficie inferior del deslizador.

o
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14. Centre la cubierta de la banda sobre los tornillos ubicados en la parte trasera de los motores y cojines de
montaje y ajuste.

15. Centre la tapa sobre la cubierta de la banda y coléquela en su sitio. Coloque también las cubiertas
terminales en su lugar.

16. Antes de operar el equipo, asegurese de habilitar los Limit Switches para prevenir accidentes o dafios al
equipo.

17. Coloque de la misma manera el eje Y sobre las placas base que se desplazan en Xy ajuste.

20



Conexion de los Motores y la Unidad de Control

Realice las siguientes conexiones:

1. Cable de corriente alterna a la Fuente de poder

|

4. Cables de motor

Motor
Model/Type
Motor Cable to Motor

Axis #

2. Fuente de poder CD al dispositivo VXM

5. Cables de Limit switches

Limit Switch Cable to Limit Switches

3. Cable de corriente AC a la corriente alterna

6. Cable serial a VXM

21




Finalmente las conexiones deben quedar como en el siguiente diagrama

110V
Fuente [k

RO
| Dmin maxD\l

Limit Switches X

M
- 0
r | Dmin maxDT

Limit Switches ¥

CPU

Unidad de Control de Motores

llustracion 8. Diagrama esquematico de conexiones para la unidad controladora de los motores

Conexion y ensamble del Sistema de Perfilometria de Profundidad

Las conexiones del sistema de perfilometria se muestran por bloques en los siguientes diagramas

Profundidad

Anilisis por Laser

Microscopia

llustracién 9. Mddulos del Perfilometro
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El movimiento de profundidad es controlado por un driver, este driver o controlador de servomotor lanza
comandos a una pluma, la cual se desplaza en el eje Z. Las conexiones son sencillas, como se muestran en la
imagen. Conecte el driver del servomotor a la fuente de voltaje; comunique el driver por medio de un enlace
USB a su ordenador y finalmente conecte el cable que sale de la pluma al controlador.

110 W

® 4

controladaor
servomotor

Pluma

CFU

llustracién 10. Conexion del controlador del servomotor para profundidad

La conexion con la camara solo es via USB a la PC. La configuracion de la cdmara se ejecuta a través del
software Flexo Data Capture.

e

CEU Microscopio

llustracién 11. Conexidn directa Microscopio - CPU
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Conexion del OE-FLG en el sistema

El siguiente diagrama muestras la estructura interna del equipo optoelectrénico y sus conexiones externas al

ordenadory a la fibra dptica.

110V

Fuente de
Alimentacion

Tarjeta de
| Adquisicion de
Datns

CPU

Fibra Optica FotoDioda

llustracién 12. Estructura del cajon de OE-FLG
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General



Garantia

Fiber and Laser Group garantiza el correcto funcionamiento del sistema de perfilometria por un periodo de 3
meses, tiempo durante el cual pone a su alcance el servicio de mantenimiento y asesoria de uso del mismo. El
compromiso del Fiber and Laser Group no aplica a defectos debidos a la utilizacién irresponsable del quipo,
alteraciones o reparaciones no autorizadas.

Bajo tal garantia Fiber and Laser Group optara por reparar o sustituir cualquier pieza que presente alguin
inconveniente a su uso.

Fiber and Laser Group no sera en ningun caso responsable de cualquier pérdida de negocio o beneficios, o
retrasar el tiempo de inactividad, el trabajo, reparacion ni los costos materiales, dafios a personas o propiedad
o cualquier similares o diferentes pérdidas incidentales o consecuentes o dafios incurridos por el comprador.

26



Seguridad

>k P> B

Se establece un rango de temperaturas apropiado para la operacién de este equipo dentro
de los 5°C a los 40°C

El controlador de los motores y su fuente de alimentacién de CA deben estar operando en
un darea bien ventilada. No deben utilizarse en ambientes mojados, sucios o propensos a
explosién. En ambientes industriales se recomienda proteger mediante gabinetes. No
desconecte el motor mientras se encuentra en ejecucion. Mantenga como minimo 2” de
separacion entre el motor y los cables que conectan con los Limit Switches. Solo opere con
los motores designados. No altere los cables de conexion. El sistema del controlador de
motores debe estar bien configurado en cuanto a su modelo y tipo de motores previo a su
funcionamiento. Una configuracidn incorrecta puede causar graves danos a los motores y
al controlador.

Los motores elevan su temperatura al entrar en funcionamiento. Los motores deben
montarse sobre una superficie metalica para disipar el calor interno. Motores montados a
los posicionadores proporcionados suelen proporcionar la suficiente disipacidn de calor. La
temperatura de superficie de los motores no debe exceder los 152° F (70° C)

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no intente retirar las cubiertas del sistema de
alimentacién o del controlador. No contiene piezas en el interior. Todo servicio técnico
debe ser realizado por personal calificado.

Manténgase alejado de las piezas en movimiento al utilizar el Sistema de
Microdesplazamiento. El Sistema de Microdesplazamiento no debe utilizarse si alguna de
sus partes se encuentra en mal funcionamiento. Si nota alguna anomalia en cuanto al
funcionamiento en el desplazamiento del equipo, repdrtelo de inmediato y detenga su
uso.

El actuador motorizado del Sistema de Perfilometria de Profundidad genera grandes
fuerzas, sea muy cuidadoso de mantener cualquier objeto o parte del cuerpo lejos
mientras se trabaja con el.

El diodo laser es un dispositivo susceptible a dafios debidos a descargas electrostaticas.
Evite tocar el laser con sus manos. El laser ha sido previamente aislado de
retroalimentaciones luminicas que puedan desestabilizar su funcionamiento o dafiarlo por
completo.
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